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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —
Partie 1. Spécification générique —

Exigences relatives aux ensembles électriques ou électroniques brasés
utilisant les techniques de montage en surface et associées

AVANT-PROPOS

sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouve i
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI tallaboxe et ol entyavec |'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO) selon des conditions fixées paracterd entre fes deu

2) t s repyésentent, dans la mesure

3) mternauonales Ils sont publiés

TadXx de la CEl s'engagent a appliquer de
internationales de la CEIl dans leurs normes

4)

5) ‘a fixé SE ; mme indication d'approbation et sa responsabilité

6) L'attention est attirée sur he_fait e 5 élémerits de la présente Norme internationale peuvent faire

I'objet de droits de p droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de @ .

La Norme internatigha
Technique du marit

Le texte de ¢ nQr

FDIS Rapport de vote
> 91/131/FDIS 91/146/RVD

Le rapport de e indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbatienr’de cette norme.

La CEI 61191 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Ensembles de
cartes imprimées

Partie 1: Spécification générique — Exigences relatives aux ensembles électriques et électro-
niques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

Partie 2: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a I'assemblage par brasage pour
montage en surface

Partie 3: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage de
trous traversants

Partie 4: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.

L'annexe D est donnée uniqguement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 1: Generic specification —

Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatiq

participate in this preparatory work International, governmental agd now
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabora
for Standardization (ISO) in accordance with conditions, determj
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tee X
international consensus of opinion on the re j } echnisal committee has representation

from all interested National Committees

3) The documents produced have the form of re Rendations international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and the e e~National Committees in that sense

4) In order to promote international unificatig mittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum)\ exté teir national and regional standards. Any

divergence between the IE ingMational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no mprking\procedure to indicate its aproval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is dra (
of patent rights. held responsile for identifying any or all such patent rights.

Report on voting

91/131/FDIS 91/146/RVD

Full information voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
IEC 61191 consists of the following parts, under the general title Printed board assemblies

Part 1: Generic specification — Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

Part 2: Sectional specification — Requirements for surface mount soldered assemblies
Part 3: Sectional specification — Requirements for through-hole mount soldered assemblies
Part 4: Sectional specification — Requirements for terminal soldered assemblies

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Annex D is for information only.
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —
Partie 1: Spécification générique —

Exigences relatives aux ensembles électriques ou électroniques brasés
utilisant les techniques de montage en surface et associées

1 Domaine d'application

La présente spécification établit les exigences relatives aux matériau 4 éthode et critéres

de qualité faisant appel a la technique de montage en surface ai & teghnityies de

montage associées. La présente spécification comprend éga
concernant la qualité des processus de fabrication.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des di itiQns af suite de la référence
gui y est faite, constituent des dispositigns valal ' ése le partie de la CEI 61191.
: indi aienthenh vigueur. Tout document
3 fondés sur la présente partie

CEl 60721-3-1:1987, ificalk es xonditions d'environnement — Partie 3: Classification
des groupemen Y ; emev

CEl 61188-1-1:199 cés et cartes imprimées équipées — Conception et
utilisation — Partie criptions génériques — Considérations concernant la planéité
d'ensembles élect

CEl 61 on et utilisation des circuits imprimés et des ensembles de cartes
imprimée Guide d'emploi des matériaux de base de circuits imprimés -

Technologie te mont geen surface 1)

CEIl 61189-1:1997, Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d’inter-
connexion et les ensembles — Partie 1: Méthodes d'essai générales et méthodologie

CEIl 61189-3:1997, Méthodes d'essai pour les matériaux €électriques, les structures d’inter-
connexion et les ensembles — Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion
(cartes imprimées)

CEl 61190-1-1:—, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-1:
Exigences pour les flux de brasage 1)

CEIl 61190-1-2:—, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-2:
Exigences pour les crémes a braser 1)

1) A publier.
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 1. Generic specification —

Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

1 Scope

recent editions of the normative docu
registers of currently valid International

. ermironmehtal conditions — Part 3: Classification of
groups of environmentalx 9 ‘ irseverities — Section 1: Storage

IEC 61188-1-1:19
Generic requiremen

Wed board assemblies — Design and use — Part 1-1:
ations for electronic assemblies

IEC 61188-2: —, Resigna eqguirements of printed boards and printed board assemblies —
Part 2: Guide "X printed wiring board substrate materials — Surface mount

IEC 61189>{; methods for electrical materials, interconnection structures and

IEC 61189-3:1997, Test methods for electrical materials, interconnection structures and
assemblies — Part 3: Test methods for interconnecting structures (printed boards)

IEC 61190-1-1:—, Attachment materials for electronic assemblies — Part 1-1: Requirements for
soldering fluxes 1)

IEC 61190-1-2:—, Attachment materials for electronic assemblies — Part 1-2: Requirements for
soldering pastes 1)

1) To be published.
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CEIl 61191-2:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage par brasage pour montage en surface

CEIl 61191-3:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage par brasage de trous traversants

CEIl 61191-4:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage de bornes par brasage

CEIl 61192-1:—, Soudures — Partie 1: Evolution de la qualité des joints soudés 1)
CEIl 61249-8-1:—, Matériaux pour structures d'interconnexion — Partie 8-1:

cations intermédiaires pour les films et revétements non conducteur
polyester recouvert de colle 1)

érie de spécifi-
flexible de

CEIl 61340-5-2:—, Electrogtat artie 5- cification pour la protection des dispositifs
électroniques contre les phggome QL1 iquUes — Guide de I'utilisateur

CEIl 61760-2:—, ] age_en\surface — Partie 2: Transport et stockage des
composants po — Guide d'applicationl)

ISO 9001:1994, emes qualité — Modeéle pour l'assurance de la qualité en conception,
développement, production, installation et prestations associées

ISO 9002:1994, Systemes qualité — Modéle pour l'assurance de la qualité en production,
installation et prestations associées

ISO 9453:1990, Alliages de brasage tendre — Composition chimique et formes

ISO 9454-1:1990, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 1:
Classification, marquage et emballage

ISO/DIS 9454-2:—, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 2:
Prescriptions de performance

1) A publier
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IEC 61191-2:1998, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requirements
for surface mount soldered assemblies

IEC 61191-3:1998, Printed board assemblies — Part 3: Sectional specification — Requirements
for through-hole mount soldered assemblies

IEC 61191-4:1998, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirements
for terminal soldered assemblies

IEC 61192-1:—, Soft soldering — Part 1: Assessment of the quality of soldered joints 1)

IEC 61249-8-1:—, Mater/als for rnterconnectron structures - Part 8-1: Sctron specification

IEC 61249-8-3:—, Materials for interconnection structures
set for non-conductive films and coatings — Transfer aghesy

IEC 61340-5-1:—, Electrostatics — Part
from electrostatic phenomena — Genera

IEC 61760-2:—, Surfa
of surface mou

— Part 2: Transportation and storage conditions
bn guide 1)

IEC 62326-1:1996
IEC QC 200 022:19 g assessment schedule for printed board design facilities
CECC 1000453\ BS ction of electrostatic sensitive devices

ISO 9001:1994, ality” systems — Model for quality assurance in design, development,
production, instalfatiop and servicing

ISO 9002:1994, Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and
servicing

ISO 9453:1990, Soft solder alloys — Chemical compositions and forms

ISO 9454-1:1990, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 1:
Classification, labelling and packaging

ISO/DIS 9454-2:—, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 2:
Performance requirements

1) To be published.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61191, les définitions de la CEIl 60050(541) et
les définitions suivantes s'appliquent.

3.1

fabricant; assembleur

individu ou société responsable de la fourniture de matériaux et composants, ainsi que de tous
les procédés d'assemblage et des opérations de vérification nécessaires pour assurer la
parfaite conformité des ensembles avec la présente spécification

3.2

preuve objective
documentation faisant I'objet d'un accord entre I'utilisateur et le fab
documents de papier, de données informatisées, d'algorithme
supports

3.3
compétence

capacité a réaliser une tache conformément aux ore
décrites dans la présente spécification

édures de vérification

3.4
fournisseur

composants électroniques, électroméchniq

ges_ou
ts, etCy avec les exigences et les procédures
de vérification de la présé i

3.5

utilisateur; autoru JUrnisse

individu, société™Q ; S ¢ la fourniture de matériel électrique/électronique,
ayant la charge de a 3e de/Matériel ainsi que toute variation ou restriction par
rapport aux exige spécification (c'est-a-dire l'initiateur ou la personne
chargée du respe aille ces exigences)

3.6

indicate

indicateur ettre une amélioration constante du processus lorsqu'il reflete une
variation au du matériau, du matériel, du processus, du personnel et/ou de la

fabrication. Il ne sagjt’pas nécessairement d'un défaut.

3.7

courbure

défaut de planéité d'une carte, caractérisé par une déformation grossierement cylindrique ou
sphérique telle que, si le produit est rectangulaire, ses quatre coins sont dans le méme plan

3.8

vrillage

déformation d'une plaque rectangulaire plane ou carte imprimée qui se produit parallelement a
une diagonale de sa surface, telle que l'un des coins de la plaque n'est pas dans le plan
contenant les trois autres
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